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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板预制基板、蒸镀方法、阵列基板、显示装置，
属于有机电致发光器件电路控制及蒸镀工艺技术领域，其可解决现有的
蒸镀工艺中对蒸镀材料的浪费的问题。本发明的阵列基板预制基板，其
包括多个子像素单元，每个所述子像素单元包括驱动单元，其中，所述
驱动单元与数据线和栅线连接，用于在所述栅线选通时将数据线所输出
的数据电压信号传递给子像素电极，所述子像素单元还包括：开关单
元，所述开关单元与数据线和子像素电极连接，用于通过开关信号线所
输出的开关信号的控制下调节所述子像素电极的电压。
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